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	摘要(中)	本論文利用LS-DYNA軟體來分析行動電話在落下實驗時外殼卡勾受力的幾何變化，並進而做最佳化分析與設計改善。本論文分為兩個主題：(1)利用Box-Behnken實驗設計方式進行三因子模擬實驗設計，研究落下實驗中卡勾的變形量及是否會造成卡勾脫落，及(2)由模擬實驗結果再進行最佳化分析，找出落下實驗後可避免卡勾脫落之最小參數值，進而得到卡勾設計最佳化尺寸。

    本論文之研究結果可供給業界手持式行動裝置機構設計工程師於機構設計上的分析與參考，並藉由開模前進行LS-DYNA的模擬可早期發覺問題並縮短開發週期與降低研發成本。


	摘要(英)	This paper made the use of LS-DYNA to analyze the deformations taken place on the shell hooks in a cellphone drop test as well as to optimize designs based on the results obtained.

The two topics discussed in this paper are:

1. To determine, with the use of Box-Behnken test, whether the deformation of hooks will lead to parts falling off

2. To optimize the design to avoid parts from detaching in the drop test

The purpose of this paper is to assist mobile phone engineers to better understand the mechanical design with analyzed data and content provided within. It also serves an ultimate goal of helping corporations, with the use of LS-DYNA, to spot potential problems prior to making moulds in order to reduce extra R&D costs as well as lead time issues.


	關鍵字(中)	
      	  ★ 行動電話
★ 卡勾設計最佳化尺寸
★ 最佳化分析
★ 三因子	關鍵字(英)	
      	  ★ LS-DYNA
★ Box-Behnken
	論文目次	目　錄

中文摘要    III

Abstract    IV

致謝    V

目　錄    VI

表索引    IX

圖索引    XI

第一章 緒論    1

1.1    前言    1

1.2    文獻回顧    1

1.2.1 落下實驗相關文獻    1

1.2.2 電腦輔助分析CAE相關文獻    2

1.3    研究背景與動機    3

1.4    本文架構    4

第二章 模型描述及材料性質說明    5

2.1    分析(實驗)模型與組成方式    5

2.2    分析模型之材質性質    5

2.3    落摔模擬之初使條件    6

2.4    落下碰撞6面4角隅定義    7

2.5    落摔模擬卡勾位移量判定及量測方式    8

2.6    卡勾位置與變數設計    9

2.7    最佳化設計之定義    10

第三章 模擬實驗及實驗設計法    12

3.1    模擬實驗    12

3.2    模擬流程    12

3.3    LS-DYNA簡介    13

3.3.1 動態分析顯性求解法    14

3.4    實驗設計法    15

3.4.1    Box-Behnken實驗設計    15

3.4.2    回歸分析基本理論    16

3.4.3    卡勾參數設計    19

第四章 結果與討論    21

4.1    簡易模型驗證    21

4.2    手持式行動裝置摔落實驗模擬分析    23

4.3    模擬結果分析    25

4.3.1    前側Front Hook F回歸分析    25

4.3.2    前側Front Hook F模型簡化    26

4.3.3    後側Back Hook F回歸分析    28

4.3.4    後側Back Hook F模型簡化    28

4.4    Box-Behnken實驗設計最佳化分析    30

4.4.1    最佳化分析    30

4.4.2    品質因子對Front HF的效應分析    31

4.4.3    品質因子對Back HF的效應分析    32

第五章 結論與建議    34

5.1    結論    34

5.2    建議    35

參考文獻    83

附錄一 Gorilla Glass Datasheet    85

附錄二 行動電話各部件重點尺寸    87
	參考文獻	參考文獻

[1]  C. Y. Zhou, T.X. Yu, R. S.W. Lee, Drop/impact tests and analysis of typical portable electronic devices, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 50, pp. 905–917, 2008.

[2]  E. Tempelman, M.M.S. Dwaikat, C. Spitás, Experimental and Analytical Study of Free-Fall Drop Impact Testing of Portable Products, Experimental Mechanics, Vol. 52, pp. 1385–1395, 2012.

[3]  S. B. Park, C. Shah, J. B. Kwak, C. Jang, S. Chung, J. M. Pitarresi, Measurement of Transient Dynamic Response of Circuit Boards of a Handheld Device During Drop Using 3D Digital Image Correlation, ASME Journal of Electronic Packaging, Vol. 130, pp.044502-1-3, 2008.

[4]  Y. H. Yau, S. N. Hua, A Comprehensive Review of Drop Impact Modeling on Portable Electronic Devices, ASME Applied Mechanics Reviews, Vol. 64, pp. 020803-1-17, 2011.

[5]  林瑋祥，「電腦主機落下衝擊試驗之分析驗證」，國立臺北科技大學，製造科技研究所，碩士論文， 2012。

[6]  Y. K. Kim, D. S. Hwang, PBGA packaging reliability assessments under 86 random vibrations for space applications, Microelectronics Reliability, Vol. 55 pp. 172–179, 2015.

[7]  黃耀民，「筆記型電腦鉸鏈結構之應力分析」，國立中興大學，機械工程系，碩士論文， 2001。 

[8]  洪裕民，「微微衛星之結構與熱控分析」，國立中央大學，機械工程研究所，碩士論文， 2003。

[9]  楊之青，「行動電話外殼卡勾之CAE分析」，國立臺灣科技大學，機械工程系，碩士論文， 2006。

[10]  洪憶晴，「彈片式接觸端子之最佳化設計」，國立中央大學，機械工程學系在職專班，碩士論文， 2016。

[11]  黃聖賓，「TFT-LCD面板結構之動態模型建立」，國立清華大學，動力機械工程學系，碩士論文， 2007。

[12]  莊偈、高昌弘、陳坤男、張勝傑，「手持式電子裝置掉落模擬分析」，中國機械工程學會第三十屆全國學術研討會，論文編號：1282，2013 。

[13]  陳彥達，「JEDEC上板掉落測試機設計與建構之研究」，中華大學，機械工程學系碩士班，碩士論文， 2005。

[14]  蔣安國、蔣安仁、丁敬哲、鍾健平，「以模擬技術和統計方法建構專案排程之可靠度」，管理科學研究特刊，南華大學，119~130頁，2005。。

[15]  吳宗正，「回歸分析」，三民書局，1993。

[16]  統計表，http://eschool.kuas.edu.tw/tsungo/Publish/Appendix.pdf.


	指導教授	
      	  葉維磬(Wei-Ching Yeh)
      	 	審核日期	2019-7-23
	推文	
      	  [image: ]facebook   [image: ]plurk   [image: ]twitter   [image: ]funp   [image: ]google   [image: ]live   [image: ]udn   [image: ]HD   [image: ]myshare   [image: ]reddit   [image: ]netvibes   [image: ]friend   [image: ]youpush   [image: ]delicious   [image: ]baidu   
      	 
	網路書籤	
      	  [image: ]Google bookmarks   [image: ]del.icio.us   [image: ]hemidemi   [image: ]myshare   
      	 


  

  











若有論文相關問題，請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407，或E-mail聯絡
	       - 隱私權政策聲明



	
